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貴社名

ご所属 役職

ご氏名

送付先住所 〒

Tel

Fax

E-mail

申込日 年 月 日

書名 単価 数量 小計

第12回定例会 (2014年) 予稿集 8,000円 冊 円

第13回定例会 (2015年) 予稿集 8,000円 冊 円

合計 円

日本MID協会 事務局宛
E-mail : secretary@jmid.gr.jp

日本MID協会が主催した定例会 (講演会) の
予稿集を販売します．MIDや関連技術の最新状
況が日本語 (一部，英語) でまとめられている，
貴重な情報源です．
興味のある方は下記の注文書に必要事項をご
記入の上，E-mail にてお申込下さい．

※請求書は，定例会予稿集に同封してお送りします．



第12回定例会 (2014年) 予稿集の内容

特別講演1 付加製造 (3Dプリンティング) の現状
東京大学 生産技術研究所 機械・生体系部門 教授 新野俊樹氏

講演2 SKW-3D-MIDの最新動向
三共化成(株) 技術部 安達健之氏

講演3 LPKF-LDS パウダーコーティングの紹介
LPKF Laser & Electronics (株) マネージャ 沼博之氏

特別講演4 プリント配線板の歴史にみる進化と最近の技術の動き
NPOサーキットネットワーク，髙木技術士事務所 髙木清氏

講演5 11th International Congress Molded Interconnect Device 参加報告
LPKF Laser & Electronics (株) テクニカルセールスエンジニア 上舘寛之氏

講演6 LDS向け射出成形用材料の紹介
三菱エンジニアリングプラスチックス(株) 第１事業本部技術部研究員菊地達也氏

講演7 LDSプロセスにおけるファインピッチめっきへの取り組み
日本マクダーミッド(株) 技術本部 エレクトロニクス課 渡邉歳哉氏

講演8 モジュール型汎用自動動組立装置 SmartFABによる 3D-MID 実装の現状と課題
富士機械製造(株) FA開発部 設計課 シニアリーダ 濱根剛氏

講演9 円筒形成形物の内側表面に成膜される銅薄膜のパターニング
東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻 宮川裕史氏

付録 Technology Trends of MID in Japan and Introduction of Japan MID Association

LPKF Laser & Electronics 株式会社上舘寛之氏
※ 11th International Congress Mold Interconnect Devices の発表資料

・サイズ ；A4
・ページ数；資料 96ページ

ポスター展示企業一覧 1ページ



第13回定例会 (2015年) 予稿集の内容

講演1 Molex LDS Antenna Capability・・LDSテクノロジー及び当社アンテナ設計技術
“MobliquA™テクノロジー”によるアンテナ最適化のご提案

Molex Global Commercial Products Division, Antenna Business Unit,

Product Design Dept., Research & Development Sr Manager Welson Tan 氏

講演2 曲面タッチセンサの紹介
グンゼ(株) 研究開発部第4研究室兼経営戦略部経営戦略室事業開発グループ

田中秀樹氏

講演3 MIDにおける樹脂材料展開 （PEEK/PPA)

ダイセル・エボニック(株) 新事業開発部 次長 斉藤洋一郎氏

講演4 Laser Direct Structuring

RTP Company, R&D Director, Asia & Europe Mark Bennick氏

講演5 LDS-MID 適応無電解めっきプロセス
奥野製薬工業(株) 総合技術研究所 表面技術研究部 龍田 翠氏

講演6 MID 設計サービス
大英エレクトロニクス(株) 企画開発部 秦典明氏，北郷和英氏

講演7 3次元電気系CAD_CR-8000によるMID設計の可能性と取組み
(株)図研 EDA事業部 EL開発部 シニア・パートナー 長谷川清久氏

講演8 パラレルリンクロボットを使った3次元実装機の紹介
(株)ソフトサービス 営業本部 営業統括部 ＦＡ営業グループ 大島弘二郎氏

講演9 弾性接着技術を基盤とした低温実装と回路形成方法
セメダイン(株) 技術本部 開発部 研究第3グループ 岡部祐輔氏

・サイズ ；A4
・ページ数；資料 90ページ

ポスター展示企業一覧 1ページ


